オプション 



本装置に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。 


注意事項(—270ページ) 


取り付け/取り外しの準備(—273ページ) 


取り付け/取り外しの手順卜274ページ) 


本装置にオプションを増設する際の注意事項につ 
いて記載しています。作業を始める前に必ずお読 
みください。 

オプションを取り付けることができる状態にする 
までの手順を示します。本装置の電源を必ず OFF 
にして、電源コードをコンセントから抜いてくだ 
さい。 

さまざまなオプションを取り付けを1つ1つ手順 
をおって説明します。 
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注意事項 

オプションを増設する際は次の点について注意してください。 


安全上の注意 


安全に正しくオプションの取り付け • 取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくだ 
さし、。 



A® 


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死 
亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、 iii ページ以降の説明を 
ご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 
• DVD - ROM ドライブの内部をのぞかない 
• リチウムバッテリやニッケル水素ノ（ッテリを取り外さない 
• 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A 注意 

AA 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷や 
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。1羊しくは、 iii ページ 
以降の説明をご覧ください。 

• 2人以下で持ち上げない 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーを外したまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温注意 


0 
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-般的な注意 


• ここで示す取り付け/取り外しはお客様ご自身でも行えますが、この場合の装置および部 
品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り 
付け/取り外しを行わせるよラお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品 
を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障 • 破損についての修理は有料となりま 
す。 

• 装置内部に部品やネジを置き忘れていないことを確認してください。特にネジなどの導 
電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品が内部のボード 
上やケーブル端子部分に置かれたまま電源を〇 N にするとショートし、誤動作するばかり 
でなく故障の原因となります。 

• 装置内部の冷却効果について確認してください。内部に配線したケーブルが冷却用の穴 
をふさいでいないことを確認してください。泠却効果を失ラと装置内部の温度の上昇に 
より誤動作を引き起こします。 

• ハードウェア構成を変更した場合も、必ずシステムをアップデートしてください 
(Windows Server 2003 x64 Editions では3章、 Windows Server 2003では 4 章を参 

照）〇 
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静電気対策について 


本装置内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け • 取り外しの際は 
静電気による製品の故障に十分注意してください。 

籲リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 
に本体の塗装されていない金属 フレームに 触れて身体に蓄積された静電気を放電しま 
す。 

また、作業中は定期的に金属フレームに触れて静電気を放電するようにしてください。 

• 作業場所の確認 

-静電気防止処理が施された床またはコンクリートの上で作業を行います。 

-カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行ラ場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行ってください。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本装置を置き、その上で作業を行ってください。 

• 着衣 

-ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止靴を履いて作業を行ってください。 

-取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。 

• 部品の取り扱い 

-取り付ける部品は本装置に組み込むまで■電気防止用の袋に入れておいてください。 
-各部品の端子や実装部品に触れないよラ取り扱ってください。 

-部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。 
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取り付け/取り外しの準備 

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。 

1. 0S のシャットダウン処理を行う。 

2 . P 〇 WER スイッチを押して本装置の電源を〇 FF(POWER ランプ点滅）にする。 

3 . 本装置の電源コードをコンセントから抜く。 

オペレータインフォメーションパネルにある POWER ランプが消灯します。 

4 . 本装置背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。 

5 . 本装置の前後左右および上部に1〜 2m のスペースを確保する。 
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取り付け/取り外しの手順 


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。 


2.5 インチ八ードディスクドライブ 


本装置の前面にある 2.5 インチディスクベイには、6つのスロットが用意されています。ハー 
ドディスクドライブは取り付けられていません (BTO (工場組み込み出荷)を除く）。別途購入 
してください。 

n-O • 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパー 
ティの八ードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでな 
く本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください。 

一 N8150-202(36.3GB. 2.5" SAS、 10,000 rpm) 

一 N 8150 -203(73.2GB、2.5" SAS . 10,000 rpm) 

• 2.5 インチディスクベイに取り付けたハードディスクドライブは SAS RAID ポード (A) 
による RA 旧構成のみです。 RA 旧レベルは RA 旧0，1，5の各レベルをサボートします 
(「SAS RA 旧コンフィグレーション」 （ 139ページ参照)）。 

• オプションのディスクアレイコント□ーラで 2.5 インチディスクベイに取り付けたハー 
ドディスクドライブを RA 旧構成にすることはできません。 

• 8プロセッサ構成(本体装置を2台接続)時は、1台目（プライマリ側)と2台目（セカンダ 
リ側)の両方の装置の SASRA 旧コント□ーラを使用することが可能です。ただし、こ 
の場合システムドライブ (0S) はプライマリ側の本体装置にインストールする必要があ 
ります。また、セカンダリ側の装置へのインストールおよびセカンダリ側の装置からの 
起動はできません。 

• 同一のパックを構成するハードディスクドライブは同一の型番のものを使用してくださ 
し、。 


ス□ットの D は下記のようにス□ットにより固定で設定されています。 

2.5 インチディスクベイの空きス□ットには夕'ミートレーが取り付けられています。これは 
装置内部の泠却効果を高めるためのものす。 

ハードディスクドライブを搭載していないス□ットには夕'ミートレーを取り付けてくださ 
い。 
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ディスクアレイコント□ーラに関する注意事項 

標準装備のディスクアレイコント□—ラ （SAS RAID コントローラ）を使用して、本装置の 

ハードディスクドライブをディスクアレイに構築する場合や、オプションのディスクアレイ 

コン トローラを使用して DISK 増設 ユニッ トのハードディスクドライブをディスクアレイに 

構築する上で注意していただきたい点について説明します。 

• ディスクアレイ構成に変更する場合や、 RAID を変更する場合は、ハードディスクドライ 
ブを初期化します。ディスクアレイとして使用するハードディスクドライブに大切な 
データがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからボード 
の取り付けやディスクアレイの構築を行ってください。 

• ディスクアレイを構築するには2台以上のハードディスクドライブが必要です。 

• ディスクアレイとして使用するハードディスクドライブはパックごとに同じ型番のもの 
を使用してください。 

• オプションのディスクアレイコントローラを取り付けられるス□ットについては282 
ページの 「 PCI ボード」を参照してください。 

• オプションのディスクアレイコント□ーラは本装置内部に最大2枚まで取り付けることが 
できます。 

• 本装置に標準搭載されている SAS RAID コント□—ラではさまざまな RAD(Redundant 
Arrays of lnexpensive [ lndependent ] Disks ) レベルを設定することができます。設定 
できる RAID やデータ転送速度、アレイ構成についての詳細な説明は、5章で説明する 
rSAS RAID コンフィグレーション」を参照してください。 

• ディスクアレイを構成すると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを 
構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなり 
ます ( RAID 1、5の場合)。 

• アレイ環境設定においてパックおよびロジカルドライブを構成するハードディスクドラ 
イブの総物理容量は 2 TB (テラバイト)を超えることはできません。 

•1 TB 以上のロジカルドライブに、 Linux をインストールすることはできません。 

• オプションのディスクアレイコント□ー ラボードを取り付けた場合は 、 BIOS 
Configuration / Setup ユーテイリテイの 「Advanced Setup 」 サブメニューの 「PCI Slot / 
Device ||^〇「17131:1〇11」で取リ付けたスロット番号のパラメータの 「Option ROM 
Execution 」 を 「 Disabled 」 にしてください（オプション R 〇 M を搭載した PCI ボードは標準 
で 「 Enabled 」 に設定されています）。 

• 保守時に SAS RAID ボード ( A ) や、オプションのディスクアレイコント□—ラを交換する 
場合、ディスクアレイの構成情報（コンフィグレーション情報）をフロッピーディスクに 
バックアップして交換後のディスクアレイコント□ーラにリストアしてください。バッ 
クアップやリストアはコンフィグレーションユーティリティを使用します。詳しくは、 

5章の 「SAS RAID コンフィグレーション」または、ディスクアレイコントローラに添付の 
説明書を参照してください。ただし、ディスクアレイコント□ーラを交換した場合は、 
ユーティリティを使って新規でコンフィグレーション情報を作成してください。 
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取り付け 


次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のス□ットへの取り付けも 
同様の手順で行えます。 


pi : ハードディスクドライブは、フロントべゼルを取り付けたままで取り付け/取り外しを行う 

け vjT | ことができます。またディスクアレイ構成では本装置の電源が〇 N のままでも行えます。 

p -0 同ーパック内の八ードディスクドライブは同一の NEC 型番のものを使用してください。 

1. 273ページを参照して準備をする（ディスクアレイ構成時を除く）。 


2 . ハードディスクドライプを取り付けるス□ットを確認する。 

ス□ットは6つあります。またハードディスクドライプに割り当てられる ID はス□ットの位置で決 
まっています(下図参照)。 


100 |D3 ID4 lD x 2 ID5 


. IUC5 1 IU4 I IUO 

nn w 

r I Bwn I 


〇 


|_B! ◎□□□![ 


〇日。 i ~~* 


□ □ 厂 

□ □ L 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□_I 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□_I 


〇 



4. ハードディスクドライプのハンドル□ッ 
クを解除して、ハンドルを開く。 
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5. ハンドルを完全に開いた状態にして、増設するハードディスクドライブ（トレー付き）とハンドル 
をしっかりと持ってス□ットへ挿入する。 

奥に突き当たるまで差し込みます。 

w-oira 

• ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。 

• ハードディスクドライブは落としたり、振動を与えたりしないようにしっかりとていねいに 
持ってください。 



6. ハンドルをゆっくりと閉じる。 

「カチッ」と音がしてロックされます。 


八ンドルとトレーに指を挟まないよう 
に注意してください。 

ハンドルのフックが フレームに 引っ掛 
がっていることを確認してください。 

以上で完了です。 
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取り外し 


ハードディスクドライブは「取り付け」の手順1〜3と同じ手順で取り外せます。ハードディス 
クドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス□ットに夕'ミートレー 
を取り付けてください。 

^ ハードディスクドライブが故障したためにディスウを取り外す場合は、ハードディスクドラ 
イプのディスクエラーランプがオレンジ色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してく 
ださい。 



ディスクアレイ構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しい 
ディスウに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことの 
できるオートリビルド機能を使用することができます。 

オートリビルド機能は、 RAID 1 または5に設定されているディスクアレイで有効です。 

才ートリビルドは、故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源〇 N の状態での 
ディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、ハード 
ディスクドライブにあるディスクエラーランプがオレンジ色に点滅してオートリビルドを 
行っていることを示します。 

n -〇 オートリビ)レドに失敗すると、八ードディスクドライブにあるディスクエラーランプがオレ 
ンジ色に点灯します。もう一度ディスクの取り外し/取り付けを行ってオートリビルドを実 
行してください。 

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。 

• ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を 
〇 FF にしないでください。 

• ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってくだ 
さい。 

• 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合は、ディスクの交換を行わないで 
ください（リビルド中はハードディスクドライブにあるディスク エラー ランプがオレンジ 
色に点滅しています）。 
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本装置のラックからの引き出し 


ハードディスクドライブ以外のオプションの取り付け/取り外しの作業は本装置をラックが 
6引き出した状態で行います。 



△注意 


A A 

本装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示 
を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがありま 
す。詳しくは、 m ページ以降の説明をご覧ください。 

• カバーを外したまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• 高温注意 

• ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない 

• 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない 

AG 


1. 273ページを参照して準備をする。 

2 . 前面左右の M6 ネジ2本を取り外す。 




ラックへ戻す場合は、装置側面のレールの前方にあるリリースレバーを手前に引いて、ラッチさ 
れた状態を解除し、装置をラック内へ押し込みます。 
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フロントべゼル 


プロセッサの取り付け/取り外しの際は、フロントべゼルを取り外します。 

1. 273ページを参照して準備をする。 

2. フロントべゼル左右の青色の突起を押して、（①)ロックを解除しながら手前に引いて、フロント 
べゼルを取り外す(②)。 
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トップカバー 


システム内部のデバイスにアクセスする場合は、トップカバーを開けます。 

1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

ストッパによってロックされるまで引き出してください。 

3. トップカバーにある青いレバーを持ち上げる。 

本体へのロックが外れ、カバーが本体後方へ少しスライドします。 

4. トップカバーを持ち上げて本体から取り外す。 

M -0 システム内部の冷却効果を保つために電源を ON にする前にトップカバーを確実に閉じてく 
emm ださい。また、冷却性能が低下し内部の部品に損傷を与えないためにカバーを開けたまま運 
用しないで < ださい。 



トップカバーを閉じる前に、装置内部に工具やネジなどを置き忘れていないことや、装置内 
部の部品が確実に固定されていること、取り付け忘れの部品がないことなどを確認してくだ 
さい。 


8 オプション 


281 









PC ■ポー 


本装置には、 PCI ボードを取り付けることのできるス□ットを6ス□ット用意しています。 
PCI ボードの中には、本装置の電源が ON のままで取り付け/取り外しができる「ホットブラ 
グ」をサポートしているものがあります。ホットプラグは、 N 8104-111100 BASE - TX 接続 
ボードと N 8104 -1 19/1201000 BASE - T 接続ボードのみです。 

n -〇 pci ポードは大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体 
の静電気を逃がしてから pci ポードを取り扱ってください。また、 pci ポードの端子部分や 
部品を素手で触ったり、 PCI ポードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関 
する説明は272ページで詳しく説明しています。 


PCI ボードには、 5 V PCI ボードと 3.3 V PCI ボード、ユニバーサル PCI ボードがありますが、 
5 V PCI ボードを本装置に取り付けることはできません。 



① PCI - X ボードスロット 

① -1:PCI# 1 (64-bit - 266MHz, 3.3V PCI-X) 
① -2: PCI#2 (64-bit - 266MHz, 3.3V PCI-X) 
① -3: PCI#3 (64-bit _ 266MHz、3.3V PCI-X) 
① -4: PCI#4 (64-bit _ 266MHz、3.3V PCI-X) 
① -5: PCI#5 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
① -6: PCI#6 (64-bit • 266MHz、3.3V PCI-X) 
(但し、 NEC 純正のオプションボードは 133 MHz 
までサボート） 

② PCI - X スロット ATTENTION ランプ 
(各スロットに1個） 

③ PCI - X スロット POWER ランプ 
(各スロットに1個） 



5V PCI ボード 
(使用できません) 


j ~~ i_n _ r 

3.3V PCI ボード 


_n_n _ rL_r 

ユニバーサル pci ボード 


282 






































































































搭載可能ス□ット 

本装置がサボートしている PCI ボードと搭載可能なス□ットの一覧を次に示します。 

搭載可能ス□ット 180 Rf -3 1台構成時(2, 4プロセッサ構成） 


•:標準搭載0:搭載可能 


型番 

製品名 

PCI-X 

備考 

専用 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

パス A 

パス B 

パス C 

パス D 

パス E 

パス F 

64- bit / 

133 MHz 

64- bit / 

266 MHz 

ス□ットサイズ 

一 

Full-height 

PCI ポードタイプ 

3.3 V 

3.3 V 

搭載可能なポードサイズ 

専用 

□ ング / シヨート 

ホットプラグ 

一 

一 

対応 

N8 103-95 

SCSI コント □_ ラ 

64bit/66MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
外付 SCSI デパイス接続 
用、 HDD 接続不可 

N8 103-75 

SCSI コント□ーラ 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
外付 SCSI デバイス接続 
用、 HDD 接続不可 

標準搭載 

SAS ディスクアレイ 
コント□ーラ 

64bit/133MHz PCI-X 

• 







内蔵 SAS-HDD 接続 

N 8103 -81 

ディスクアレイ 
コント□ーラ 

64bit/66MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
内蔵 HDD への接続不可 

N8 190- 120 

Fibre Channel コント 
□—ラ (2Gbps/Optical) 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大4枚まで 

N8 104- 120 

1000BASE-T 
接続ボード (2ch) 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
(AFT 時も最大2枚 

N8104-119 

1000BASE-T 
接続ボード 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

最大2枚まで 
(AFT 時も最大2枚） 

N8104-111 

100BASE-TX 
接続ボード 

32bit/33MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
(AFT 時も最大2枚） 

N8104-112 

1000BASE-SX 
接続ボード 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最大2枚まで 
(AFT 時も最大2枚） 


響一 AFT / ALB の Teaming について 

標準ネットワーク（オンボード LAN ) とオプション LAN ボードで同一の AFT / ALB の Teaming を 
組むことはできません。 


8 オプション 


283 







































搭載可能スロット1 80Rf-3 2台構成時 (8 プロセッサ構成) 


•:標準搭載〇:搭載可能 





PCI - X (180 Rf -31 台目 

、2台目） 






専用 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 



製品名 

パス A 

パス巳 

パス C 

パス D 

パス E 

パス F 





64- bit / 



64- bit / 




型番 



133 MHz 



266 MHz 



備考 

ス□ツトサイズ 

一 

Full-height 


PCI ポードタイプ 

3.3 V 

3.3 V 



搭薩可能なボードサイズ 

専用 

□ング / ショート 



ホツトプラグ 

一 

一 

対応 


N8 103-95 

SCSI コント□—ラ 

64bit/66MHz PCI 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

180Rf-3 2台あわせて最 
大4枚まで 

(180Rf-3 1台あたり最 
大2枚まで） 

外付け SCSI デパイス接続 
用、 HDD 接続不可 

N8 103-75 

SCSI コント□—ラ 

64bit/133MHz PCI-X 


〇 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

180 Rf-3 2台あわせて最 
大4枚まで 

(180Rf-3 1台あたり最 
大2枚まで） 

外付け SCSI デパイス接続 
用、 HDD 接続不可 

標準搭載 

SAS ディスクアレイ 

64bit/133MHz PCI-X 








内蔵 SAS-HDD 用 


コント□—ラ 


• 

— 






180 Rf-3 2台目の SAS デ 

イスクアレイコント□— 

ラ配下の HDD への 0S イ 
ンストールは不可 

N8 103-81 

ディスクアレイ 

64bit/66MHz PCI 








180Rf-3 2台あわせて最 


コント□—ラ 



0 

〇 

〇 

0 

〇 

0 

大4枚まで 

(180Rf-3 1台あたり最 
大2枚まで） 

内蔵 HDD への接続不可 

N8 190- 120 

Fibre Channel コント 

64bit/133MHz PCI-X 








180Rf-3 2台あわせて最 


□—ラ (2Gbps/Optical) 



Q 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大8枚まで 

(180Rf-3 1台あたり最 
大4枚まで） 

N8 104- 120 

1000 BASE-T 

64bit/133MHz PCI-X 








180Rf-3 2台あわせて最 


接続ボード (2ch) 



〇 

〇 

〇 

G 

〇 

〇 

大4枚まで 

(AFT 時も最大4枚まで。 
ただし 180Rf-3 1台あた 
り最大2枚まで） 

N 8104 -119 

1000 BASE-T 

64bit/133MHz PCI-X 








180Rf-3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

(AFT 時も最大4枚まで。 
ただし 180Rf-3 1台あた 
り最大2枚まで） 

N 8104-111 

100BASE-TX 

32bit/33MHz PCI 








180 Rf-3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

(AFT 時も最大4枚まで。 
ただし 180Rf-3 1台あた 
り最大2枚まで） 

N 8104 -112 

1000 BASE-SX 

64bit/133MHz PCI-X 








180 Rf-3 2台あわせて最 


接続ボード 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

大4枚まで 

(AFT 時も最大4枚まで。 
ただし180 Rf-3 1台あた 
り最大2枚まで） 


PI ； AFT/ALB の Teaming について 

「ヒント1 標準ネットワーク(オンボード LAN ) とオプション LAN ボードで同一の AFT/ALB の Teaming を 
組むことはできません。 
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ホットプラクに対応していない PCI ポード 

ホットプラグに対応していないボードの取り付け • 取り外し手順を示します。 

取り付け 

次の手順に従って pci ボードス□ットに接続するボードの取り付けを行います。 

^ • pci ボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状と pci ボードスロットのコネク 

[ p^i 夕形状が合っていることを確認してください。 

• PCI スロットの間には「インシュレータ」が取り付けられています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取り外しの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのもので 
す。取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付けられていること、およ 
び正しく固定されていることを確認してください。 

ジを参照して準備をする。 


273ぺ一 

w-Ol 


ホットプラグに対応していないポードはシステムの電源を OFF にして取り付けてください。電 
源が ON のまま取り付けると、システムが誤動作するおそれがあります。 


2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを開く （28 1ページ参照)。 

4. ボードを取り付けるスロットを確認する。 

5. 取り付けるス□ットと同じ位置にある増設ス□ットカバーの先端にあるオレンジ色のリテンシ三 
ンラッチを後方に押してロックを解除し、タブを開く。 

6. 増設 スロット カバーを取り外す。 


|取り外した増設ス□ットカバーは、大切に保管しておいてください。 

7. ダストカバーを取り外す。 


1 ^ 


§1 


|取り外したダストカバーは、大切に保管しておいてください。 

8. フルサイズ（ロングボード）を取り付ける際は、前面側のカードガイド(青色）を開く。 

9 . ガイドレールの溝にボードを合わせてゆっくり本装置内へ差し込む。 
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10. ボードの接続部分がス□ットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。 



うまくポードを取り付けられないときは、ポードをいったん取り外してから取り付け直してく 
ださい。ポードに過度の力を加えるとポードを破損するおそれがありますので注意してくださ 
い。 


IチェックI 

• ロングボードを取り付けた際は、前面側のカードガイドを閉じてボードを固定してくださ 
い0 

• PCI スロットの間には「インシュレータ」が取り付けられています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取り外しの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付けられていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 


PCI スロット タブ リテンションラッチ 



n. タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 

タブが確実にロックされていないと pci スロットに電源が供給されず正常に動作しません。確実 
にロックされていることを確認してください。 
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12 . 取り外した部品を取り付ける。 

13. 本装置の電源を〇 N にして POST の画面でボードに関するエラーメッセージが表示されていないこ 
とを確認する。 

P 〇 ST の エラー メッセージの詳細については7章を参照してください。 


取り外し 

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。 


8 オプション 
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ホットプラグに対応している PCI ポードの取り付け • 取り外し 

本装置は、システムの電源が〇 N のままでホットプラグに対応した PCI ボード*を交換した 
り、新しく追力□したりすることができます。 

• ホットプラグに対応しているボードは N 8104-1 111〇〇 BASE - TX 接続ボードと N 8104-1 19/120 
1〇〇 0 BASE - T 接続ボードのみです。 

PCI ホットプラグには、次の機能があります。 

• Hot Remove : システムの電源が ON の状態でホットプラグ対応の PCI ボードの取り外 

しをする。 

• Hot Add : システムの電源が ON の状態でホットプラグ対応の PCI ボードの取り付 

けをする。 

• Hot Replace : システムの電源が ON の状態でホットプラグ対応の PCI ボードの交換を 

する。 

n-O • PCI ポードを取り外す際は、必ず OS(Windows Server 2003 x 64 または、 
Windows Server 200 3) から PCI ポードを搭載しているスロットのドライバを停止 
させなければいけません。この操作をしないとシステムが動作しなくなることがありま 
す。 

• PCI ホットプラグを行う場合は、必ず Administrator の権限を持つユーザーで□グイ 
ンしてください。 

• PCI ホットプラグを行った後に休止状態の機能は使用しないでください。休止状態から 
再開させる場合に元の状態へ戻らなくなります。 

• PCI ス□ット#5はホットプラグに対応していません。 
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ステータス ランプの確認 

ホットプラグによるボードの取り付け/取り外しをする場合は、インシュレータの上にある 
2つのランプを参照してください。 

• PCI ス □ ット Power ランプ 

そのス□ットおよびス□ットに取り付けられている PCI ボードに電力が供給されているこ 
とを示すランプです。本装置の電源が ON の状態で、ボードを固定するリテンションラッ 
チが閉じている間、緑色に点灯します。一度タブを開くと、ボードを取り付けない限り 
緑色に点灯しません。 

• PCI ス □ ット Attention ランプ 

PCI ボードや PCI ボードを取り付けたス□ットに異常が起きるとオレンジ色に点灯しま 
す。また 、 Hot Remove や Hot Replace の際に 0 S からドライバを停止させた場合も点灯 
します。 

pci スロット タノ 
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Hot Remove 

Hot Remove は次の手順で行います 0 


1. 次の手順で取り外したいホットプラグ PCI ボードが使用しているデバイスドライバを停止する。 


|p-OB^ 

I pci ポードを取り外す際は、必ず os から pci ポードを搭載しているスロットのドライバを停止 
|させなければいけません。この操作をしないとシステムが動作しなくなることがあります。 

①画面右下の「八ードウエアの安全な取り外し」アイコンを夕'プルクリックする。 

以下のウィンドウが表示されます。 



* PCI ス□ットに搭載されているボードの種類や枚数によって表示が異なります。 


②取り外すデバイスを選択し、[停止]をクリックする。 
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③ハードウエアデバイスの停止で取り外すデバイスが使用しているドライバであることを確認 
して[〇 K ] をクリックする。 


ユ 


停止するデパイスを確してください。 [ OK ] 妙 J 、 y り寸ると、 続行します。 

次®デ y ;イスを停止しまも停止サるとデ/彳イスを安全に取り外才ことができま寸。 



④ 「閉じる」をクリックする。 


-ドウ I アの安全な取 D 外し 




备飄亂譽取驅歡咖 

ハードウ：[アデパイス砂 


ブロパティ®」丨 停止@ 


厂デパイスコンポーネントを表示する迫） 


I 閉じる 


2. 電源が ON の状態のまま装置をラックがら引き出す (279 ページ参照 ) c 

3. トップカバーを開け、取り外す PCI ボードのス□ットを確認する。 


IチェックI 


取り外す PCI ス□ットの PCI ス□ット Power ランプが消灯し、 PCI ス□ット Attention ランプが点 
灯していることを確認してください。 


4. ボードに接続しているケープルをすべて取り外す。 

5. フルサイズ（ロングボード）を取り外す場合は、前面側の力ードガイド(青色)を開く。 
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6. オレンジ色のリテンションラッチを後方に押してロックを解除し、ゆっくりとタブを開いて PCI 
ボードを取り外す。 


PCI スロット タブ リテンションラッチ 



7. 増設スロットカバーを取り外したスロットに取り付け、タブを静がに閉じる。 


I frOn 


I PCI ボードを取り外したス□ットには、本装置の電磁放射特性および冷却性の維持のために必 
I ず増設スロットカバーを取り付けてください。 


PCI ス□ット Attention ランプが消灯することを確認してくださし、 

8. ダストカバーを取り付ける。 

9. トップカバーを閉じ、本装置をラックに戻す。 
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Hot Add 

Hot Add は次の手順で行います。 

1. 電源が ON の状態のまま装置をラックがら引き出す(279ページ参照)。 

2. トップカバーを開く （281 ぺージ参照)。 

3. ボードを取り付けるスロットを確認する。 

4. 取り付けるス□ットと同じ位置にある増設ス□ットカバーの先端にあるオレンジ色のリテンシヨ 
ンラッチを後方に押してロックを解除し、タブを開く。 

5. 増設 スロット カバーを取り外す。 


|め 


|取り外した増設ス□ットカバーは、大切に保管しておいてください。 

6. ダストカバーを取り外す。 


1 "°' 


|取り外したダストカバーは、大切に保管しておいてください。 

7. フルサイズ（ロングボード）を取り付ける際は、前面側のカードガイド(青色）を開く。 

8. PCI ボードをゆっくり本装置内へ差し込む。 

9. ボードの接続部分がス□ットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。 


うまくボードを取り付けられないときは、ポードをいったん取り外してから取り付け直してく 
ださい。ポードに過度の力を加えるとポードを破損するおそれがありますので注意してくださ 
い。 


I チェック] 


PCI ス□ットの間には「インシュレータ」が取り付けられています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取り外しの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付けられていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 

ロングボードを取り付けた際は、力ードガイドを閉じてボードを固定してください。 
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PCI スロット 
Attention ランプ 


タブ リテンションラッチ 



10. PCI ボードを手でしっかりと支えながらボードにケープルを接続する。 

11 . タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 

PCI ス□ット Power ランプが点灯します 0 

〇 s によって自動的にボードが認識されドライバがインストールされます。 

PCI ボードや PCI ボードを取り付けたス□ットに異常があると PCI ス□ット Attention ランプが才 
レンジ色に点灯します(上図参照)。 

12. トップカバーを閉じ、本装置をラックへ戻す。 


294 



































13. 以下の手順で取り付けた PCI ボードが正常に認識され、動作していることを確認する。 


① [コント □— ルパネル]—[管理ツール]—[コンピュータの管理]—[デバイスマネージャ]の順 
でデバイスマネージャを起動する。 

② 追加したボードに力ーソルを移動する。 



③プロパティの「全般」を表示させて、デバイスの状態が正常に動作していることを確認する。 



* PCI ス□ットの位置によって表示が異なります。 
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Hot Replace 

Hot Replace は次の手順で行います。 


1. 次の手順で交換したいホットプラグ PCI ボードが使用しているデバイスドライバを停止する。 

|p-OB^ 

I pci ポードを取り外す際は、必ず os から pci ポードを搭載しているスロットのドライバを停止 
|させなければいけません。この操作をしないとシステムが動作しなくなることがあります。 


①画面右下の「八ードウエアの安全な取り外し」アイコンを夕'プルクリックする。 
以下のウィンドウが表示されます。 



* PCI ス□ットに搭載されているボードの種類や枚数によって表示が異なります。 


②取り外すデバイスを選択し、[停止]をクリックする。 


-ドウ: c ア (D 安全な取0外し 


ユ J2SJ 





ブロパティ (£) 」 


r デバイスコンポーネントを表示す純〉 


^) J 

—閉) 
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③ハードウエアデバイスの停止で取り外すデバイスが使用しているドライバであることを確認 
して[〇 K] をクリックする。 


ユ J 2 SJ 


停止寸るデパイスを確してください。 [0 K ] 初リックす5と、続行します。 

⑽デ y w スを停止しま寸。停止狩とデ y w スを安全に取り外寸ことができま t 。 


J^InteKFO PRO/IOOO MT Server Adapter #2 


④ 「閉じる」をクリックする。 


# キャンセル I 



2 . 電源が〇 N の状態のまま装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3 . トップカバーを開け、取り外す PCI ボードのス□ットを確認する。 


I チェック] 


取り外す PCI ス□ットの PCI ス□ット Power ランプが消灯し、 PCI ス□ット Attention ランプが点 
灯していることを確認してください。 


4 . ボードに接続しているケープルをすべて取り外す。 

5 . フルサイズ（ロングボード）を取り外す場合は、前面側のカードガイド(青色）を開く。 


8 オプション 
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6. オレンジ色のリテンションラッチを後方に押してロックを解除し、ゆっくりとタブを開いて PCI 
ボードを取り外す。 



7 . PCI ボードをゆっくり本装置内へ差し込む。 
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8. ボードの接続部分がス□ットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。 


w-OBM 

うまくポードを取り付けられないときは、ポードをいったん取り外してから取り付け直してく 
ださい。ポードに過度の力を加えるとポードを破損するおそれがありますので注意してくださ 
い。 

I チェック I 

• PCI スロットの間には「インシュレータ」が取り付けられています。インシュレータは PCI 
ボードの取り付け/取り外しの際にボードや搭載済みのボードを保護するためのものです。 
取り付け/取り外しの後にインシュレータを正しく取り付けられていること、および正しく 
固定されていることを確認してください。 

• ロングボードを取り付けた際は、カードガイドを閉じてボードを固定してください。 



9 . PCI ボードを手でしつがりと支えながらボードにケーブルを接続する。 
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10. タブをゆっくりと閉じてボードを固定する。 


PCI ス□ット Attention ランプが消灯し、 PCI ス□ット Power ランプが点灯します。 

〇 s によって自動的にボードが認識されドライバがインストールされます。 

|チェック| 

PCI ボードや PCI ボードを取り付けたス□ットに異常があると PCI ス□ット Attention ランプが才 
レンジ色に点灯します(前ページの図参照)。 

11. トップカバーを閉じ、本装置をラックに戻す。 

12. 以下の手順で取り付けた PCI ボードが正常に認識され、動作していることを確認する。 

① [コント□-ルパネル] — [管理ツール]—[コンピュータの管理]—[デバイスマネージャ]の順 
でデ) イスマネージャを起動する。 

② 追加したボードに力ーソルを移動する。 



③プロパティの「全般」を表示させて、デバイスの状態が正常に動作していることを確認する。 



* PCI ス□ットの位置によって表示が異なります。 
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メモリバックポー 



メモリ （ DIMM ) を増設または交換するときにメモリバックボードを取り外します。本装置は 
標準で2枚のメモリバックボードを搭載しております。標準のメモリバックボードを含め最 
大4枚まで増設可能です。このことにより本装置1台で最大 32 GB 、 本装置を2台接続して8プ 
□セッサ構成にした場合は最大 64 GB のメモリを搭載することが可能となります。 

故障した DIMM やメモリバックボードを交換する場合、メモリがあらかじめミラーリンク'構 
成に設定されて冗長機能を持たせていれば、メモリバックボードはホットスワップ(電源〇 N 
の状態での交換）できます。 


響 一 

rpn 


メモリ （ DIMM ) は標準で1枚目のメモリバックボード上に2枚搭載済み。メモリバック 
ボード1枚につきメモリを2セット (4 枚)搭載可能。 

本体装置に標準メモリと増設メモリを合わせて5セット以上搭載する場合にメモリバッ 
クボードの増設が必要となります。 

メモリバックボードのホットスワップの手順については、この後の DIMM のメモリホッ 
トブラグ機能1およびメモリホットプラグ機能2を参照してくださし、。 

メモリミラーリング機能を使用する場合はあらかじめ BIOS Configuration / Setup ユ_ 
ティリティにて設定が必要となります。 


取り外し 

次の手順に従つてメモリバックボードを取り外します。 


メモリバックボードは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れ 
て身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や 
部品を素手で触ったり、ポードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する 
説明は272ページで詳しく説明しています。 


1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを外す (28 1ぺージ参照)。 

4. 取り外すメモリバックボードのスロット 
を確認する。 


響一 [12 EI 


AC ケーブルを抜いてもメモリバック 
ボードの Memory Port Power ランプが 
点灯する場合がありますが故障ではあ 
りません。ランプが点灯した状態でも 
ボードを取り外すことができます。 


5. メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてからレバー小(②)を 
開きます。 


w-Ol 



レノ（一大とレノ《一小の操作を同時に行わないでください。 


8 オプション 
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6. レバーを開いた状態のままで、メモリバックボードを持ち上げて装置から外す。 

7 . DIMM コネクタがある面を上にして、メモリバックボードを以下の条件を満たす場所にていねい 
に置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 


取り付け 


取り付けは「取り外し」の逆を行ってください。 

I n -〇 メモリバックポードを取り付ける際には、レバー小を完全に閉じてからレバー大を閉じてく 
_ ださい0 
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DIMM 


Dual Inline Memory Module ( DIMM ) の取り付け-取り外しの方法や、メモリミラーリング 
機能について説明します。 

本装置に取り付けられているメモリバックボードには DDRI 400の ECC SDRAM DIMM を 
4枚取り付けることができます。メモリバックボードは標準搭載の2枚を含め最大4枚まで増 
設可能です。このことにより本装置1台で最大 32 GB 、 本装置を2台接続して8プロセッサ構 
成にした場合は最大 64 GB のメモリを搭載することが可能となります。 

故障した DIMM やメモリバックボードを交換する場合、メモリがあらかじめミラーリング構 
成に設定されて冗長機能を持たせていれば、メモリバックボードはホットスワップ(電源〇 N 
の状態での交換）で交換することができます。 

• メモリ （ DIMM ) は標準で1枚目のメモリバックボード上に2枚搭載済み。メモリバック 

|^ン「| ボード1枚につきメモリを2セット (4 枚)搭載可能。 

• 本体装置に標準メモリと増設メモリを合わせて5セット以上搭載する場合にメモリバッ 
クボードの増設が必要となります。 

• メモリバックボードのホットスワップの手順については、この後のメモリホットプラグ 
機能1およびメモリホットプラグ機能2を参照してくださし、。 

• メモリミラーリング機能を使用する場合はあらかじめ BIOS Configuration / Setup ュー 
ティリティにて設定が必要となります。 

• 〇 S の種類によってシステムで使用可能な最大メモリ容量が異なります。 

〇 S がサポートする最大メモリ容量と利用可能なメモリ容量について 

-〇 S がサポートする最大メモリ容量は下記の表を参照してください。 

-チップセットの仕様などにより PCI リソース領域として約 750 MB メモリを使用する 
ため、実際に使用できるメモリ容量は搭載メモリ容量よりも少なくなることがあり 
ます(搭載する PCI ボードの種類/枚数によって異なります）。また、8プロセッサ構 
成時には、 PCI リソースとは別にチップセットが 512 MB (筐体あたり 256 MB ) を占 
有するため、実際に使用できるメモリ容量は少なくなります。 


使用 os 

2,4プロセッサ構成時 
(本体装置1台） 

8プロセッサ構成時 
(本体装置2台） 

Microsoft Windows Server 2003, 
Enterprise Edition 

〇 S の最大サボートメモリ容量 32 GB 

搭載可能メモリ容量: 2 GB 〜 32 G 巳 
使用可能メモリ容量:上記参照 

搭載可能メモリ容量： 

4 G 巳 (2 G 巳 X2 台)〜 64 GB (32 GB X2 台） 
使用可能メモリ容量:上記参照 

Microsoft Windows Server 2003, 
Enterprise X 64 Edition 
〇 S の最大サボートメモリ容量5 1 2 G 巳 

搭載可能メモリ容量:〜 32 GB (64 GB ) 

使用可能メモリ容量:上記参照 


8 オプション 
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取り付け 


次の手順に従って DIMM を取り付けます。 


n-o • DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体 
smm の静電気を逃がしてからポードを取り扱ってください。また、ポードの端子部分や部品 

を素手で触ったり、ポードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する 
説明は272ページで詳しく説明しています。 

• NEC で指定していない DIMM を使用しないでください。サードパーテイの DIMM など 
を取り付けると、 DIMM だけでなく本装置が故障するおそれがあります。また、これら 
の製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。 

• インタリーブ装置であるため、 Bank 単位に2枚の D 旧 M ポードを増設してください。 

1つの Bank 内には同一 NEC 型番の DIMM ポードを実装してください。異なった NEC 
型番の DIMM ポードを実装すると動作しません。 


1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを外す (281 ページ参照)。 

4. メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてからレバー小(②)を 
開 <〇 


6. メモリバックボードを取り外し、 D 旧 M 
コネクタがある面を上にして以下の条件 
を満たす場所にていねいに置く。 


5. レバーを開いた状態のままで、メモリ 


バックボードを持ち上げて装置から外 
す。 


レバー大とレバー小の操作を同時に行 
わないで < ださい。 


ほこりの少ない場所 

水などの液体がかかるおそれのない場所 
静電気や磁気が発生するおそれのない場所 



7. DIMM を取り付けるソケット両側にある 
レバーをいっぱいに開き、ソケットカ 

'し 



• レバーに過度の力を加えないよう注意してください。 

• 取り外したダストカバーは、大切に保管しておいてくださし、。 
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8. DIMM をソケットにまっすぐ押し込む。 


I チェック I 


DIMM の向きに注意してください。 
DIMM の端子側には誤挿入を防止する 
ための切り欠きがあります。 

DIMM が DIMM ソケットに差し込まれ 
るとレバーが自動的に閉じます。レ 
バーを内側に押して完全に閉じてくだ 
さい。 


Iw-Ol 

I DIMMI ； 


1は2枚1組で取り付けてくださ 
|し、。また同一仕様のメモリセツトを使 
|用してください。 

9 . メモリバックボードを本装置のス□ットに取り付け直す。 



レパー 


I w-Oi^ 

I メモリパック 
|さい。 


ックポードを取り付ける際には、レバー小を完全に閉じてからレバー大を閉じてくだ 


10. トップカバーを取り付け直し、取り外した部品を取り付ける。 

11. 本装置の電源を〇 N にして POST で エラー メッセージが表示されていないことを確認する。 

エラー メッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、7章の エラー メッセージー覧 
を参照してください。 


12. Windows Server 2003を使用している場合は、ページングファイルサイズを推奨値(搭載メモリ 
の 1.5 倍)以上に設定する。 


8 オプション 
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取り外し 

次の手順に従って DIMM を取り外します。 


n-o DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃がしてからポードを取り扱ってください。また、ポードの端子部分や部品を素手 
で触ったり、ポードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は 
272ページで詳しく説明しています。 


^ • 故障した DIMM を取り外す場合は、 POST や ESMPR 〇で表示されるエラーメッセージを 

確認して、取り付けている DIMM ソケット （ Bank ) を確認してください。 

• 故障した DIMM のス□ットのエラーランプと、その DIMM が実装されているメモリバッ 
クボードのエラーランプが点灯します。 


1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを外す (281 ページ参照)。 

4. 取り外すメモリバックボードのス□ットを確認する。 


5. メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてからレバー小(②)を 
開 <〇 


レバー大とレバー小の操作を同時に行 
わないで < ださい。 

6. レバーを開いた状態のままで、メモリ 
バックボードを持ち上げて装置から外 
す。 

7. DIMM コネクタがある面を上にして、メ 
モリバックボードを以下の条件を満たす 
場所にていねいに置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 
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8. ソケット両側にあるレバーをいっぱいに 
開き(①)、 DIMM を取り外す(②)。 


• レバーに過度の力を加えないよう 
注意してください。 

• DIMM を取り外したソケットには 
ソケットカバーを取り付けてくだ 
さい0 


9 . メモリバックボードを本装置のスロット 
に取り付け直す。 



I w-OB^ 

I メモリパック 
|さぃ。 


ックポードを取り付ける際には、レバー小を完全に閉じてからレバー大を閉じてくだ 


10. トップカバーを取り付け直し、取り外した部品を取り付ける。 

11. 本装置の電源を〇 N にして POST で エラー メッセージが表示されていないことを確認する。 

エラー メッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、7章の エラー メッセージー覧 
を参照してください。 


12 . BIOS Configuration/Setup ユーティリティを起動し 、 「Advanced SetupJ^rMemory 
SettingsJ^rMemory Card n /」 の順でメニューを選択し、取り外した Bank のエラー情報をクリ 
アする （123 ページ参照)。その後 「Save Settings 」 を選択して設定を保存する （5 章参照)。 


8 オプション 
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メモリミラーリング機能/メモリホットプラグ機能 

本装置では「メモリミラーリング機能」、「メモリホットプラグ機能」をサボートしています。 
これらの機能を使用する場合には、環境が構築できる構成にて 、 BIOS Configuration / 
Setup ユーティリティよりサポートする機能を選択します。 


メモリミラーリング機能について 

メモリミラーリング機能とは、1つのメモリバックボードを予備として待機させることによ 
り、運用しているメモリバックボードで訂正不可能なエラーが発生した場合、待機させてい 
るメモリバックボードに運用を切りかえる機能です。この機能を使用する場合には、運用/ 
待機するメモリボードを組み合わせます。 

メモリバックボード1とメモリバックボード3を実装してミラーリングするか、あるいはメモ 
リバックボードを4枚実装し、メモリバックボード1と3の組み合わせ、メモリバックボード 
2と4の組み合わせでミラーリングする設定が可能です。 

メモリミラーリング機能を有効にするためには、組み合わせた各メモリボードを同じ容量の 
DIMM で構成を合わせる必要があります。 

次に取り付け時の組み合わせパターンの例を示します。 


#1-#3間でミラー 






メモリミラーリング機首 g 

メモリミラーセツト# 1 

メモリミラーセツト# 2 

メモリミラーセツト# 1 

メモリミラーセツト# 2 


メモリパックボード 

#1 (標準） 

#2 (標準） 

#3 (増設） 

#4 (増設） 

物理メモリ 
容量合計 

論理メモリ 
容量合計 

ミラーリング構成例 

DIMM#1,3 

DIMM#2, 4 

DIMM# 1,3 

DIMM#2, 4 

DIMM# 1,3 

DIMM#2, 4 

DIMM#1,3 

DIMM#2, 4 

パターン 1 

標準 2GB 




増設 2GB 




4GB 

2GB 

パターン 2 

標準 2GB 

増設 2GB 



増設 2GB 

増設 2GB 



8GB 

4GB 

パターン 3 

標準 2GB 

増設 4GB 



増設 2GB 

増設 4GB 



12GB 

6GB 

パターン 4 

増設 4GB* 

増設 4GB 



増設 4GB 

増設 4GB 



16GB 

8GB 

パターン 5 

標準 2GB 


増設 2GB 


増設 2GB 


増設 2GB 


8GB 

4GB 

パターン 6 

標準 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

増設 2GB 

16GB 

8GB 

パターン 7 

標準 2GB 

増設 4GB 

増設 2GB 

増設 4GB 

増設 2GB 

増設 4GB 

標準 2GB 

増設 4GB 

24GB 

12GB 

パターン 8 

増設 4GB* 

増設 4GB 

増設 4GB 

増設 4GB 

増設 4GB 

増設 4GB 

増設 4GB 

増設 4GB 

32GB 

16GB 


氺標準のメモリを交換 


メモリミラーリングを使用する際の注意事項や留意点を以下に示します。 

-メモリミラーリングを使用する場合は、ミラーを構成するそれぞれのメモリバックボー 
ド上の DIMM の構成を同一の NEC 型番の組み合わせにしてください。 

-メモリミラーリング機能は、メモリバックボード間で対応可能です。ミラーリングが可 
能な組み合わせ(ミラーセット)は、[標準メモリバックボード# 1- 増設メモリバックボー 
ド# 3] 、[標準メモリバックボード#2-増設メモリバックボード# 4] のみ。 
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-メモリミラーリングは、設定を有効にしている場合、〇 S 動作中に動作します。 

-メモリバックボード#1と#3でミラー構成にする場合でも、必ず増設メモリバックボード 
をス□ット#3、#4に増設してください。（標準搭載されている#2のメモリバックボード 
をス□ット#3に移動することはできません)なお、この場合、ス□ット#2のメモリバッ 
クボード(標準）と、ス□ット#4のメモリバックボード(増設）には DIMM は搭載されてい 
ません。 

メモリミラーリングを有効にするために 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリティを 
使って以下の手順で設定します。 

1. 前述の表を参照し、 DIMM を取り付ける。 

2. システムの電源を〇 N にし 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリティを起動する。 

3. 「Advanced Setup _ K「Memory SettingsJ^rMemory Array Setting」—「FAMM (Full Array 
Memory Mirroring )」 を選択する。 

4. 設定内容を保存し 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリティを終了する。 

- 8 プロセッサ構成（本体装置 X 2 台接続)時は、それぞれの筐体内のメモリバックボード間 
のみでメモリミラーリング構成が可能。異なる筐体間ではミラーリング機能は使用でき 
ません。 

- 8プロセッサ構成(本体装置 x 2台接続)時は、両方の本体装置でメモリミラーリング構成 
としてください。また 、 BIOS Configuration / Setup ユーティリティでの設定は両方の本 
体装置で行ってください。 

-メモリミラーリンク'機能は BT 〇組込み対象外となります。 



*1 増設メモリボード (DIMM 2枚)単位での HotAdd (追加）可能。 

HotAdd を使用する場合は BIOS セットアップにて設定が必要となります。 

HotAdd (追加)は、標準メモリパックボードに 4 G 巳以上のメモリ容量が予め搭載されている場合のみ可能です。 
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メモリホットプラグ機能1 (Hot Replace ) 


メモリミラーリング構成により、メモリが冗長構成になっていれば、〇 S が動作中でも DIMM 
を取り外すことができます。ホットプラグでの DIMM の交換可否は LED の点灯パターンで確 
認できます。 


メモリミラーリング 

エラー 

メモリホット 
スワップ 
Enabled ランプ 

メモリバック 
ポー ド 

エラーランプ 

メモリ ポー ド 
パワーランプ 

ホットプラグでの DIMM の 
交換可否 

無効 

なし 

消灯 

消灯 

緑点灯 

(正常 • 非冗長） 

あり 

消灯 

アンパー点灯 

消灯 

交換不可 

有効 

なし 

緑点灯 

消灯 

緑点灯 

-(正常 • 冗長） 

あり 

緑点灯 

アンパー点灯 

消灯 

エラーしたメモリパックボ 
ードを示す。交換可能 

消灯 

消灯 

緑点灯 

(正常 • 非冗長） 



1. 電源が〇 N の状態のまま装置をラックがら引き出す (279 ページ参照)。 

2 . トップカバーを外す (28 1ページ参照)。 

3 . 取り外すメモリバックボードのス□ットを確認する。 


メモリバックボード上のメモリホットスワップ Enabled ランプ、エラーランプが点灯し、メモ 
リポートパワーランプが消灯していることを確認します。 


DIMM が故障した場合、故障した DIMM のスロットのエラーランプと、その DIMM が実装されて 
いるメモリバックボードのエラーランプが点灯しています。 








































4 . メモリバックボードの上部にあるレバー 
大(①)を完全に開いてがらレバー小(②)を 
開 <〇 


レバー大とレバー小の操作を同時に行 
わないで < ださい。 


5 . レバーを開いた状態のままで、メモリ 
バックボードを持ち上げて装置がら外 
す。 

6. DIMM コネクタがある面を上にして以下 
の条件を満たす場所にていねいに置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体ががかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 


ソケット両側にあるレバーをいっぱいに 
開き（①）、故障した DIMM を取り外す 

(②)〇 


レバーに過度の力を加えないよう注意 
してください。 



8. 新しい DIMM を取り付ける。 

9 . メモリバックボードを本装置のスロット 
に取り付け直す。 


w-Oi 

メモ 


T ックボードを取り付ける際に 
は、レバー小を完全に閉じてからレ 
パー大を閉じてください。 


一 囲 

Memory Hot-Swap Enabled のランプが 
点滅を開始し、メモリの冗長性の回復 
が行われます。メモリの冗長性の回復 
完了までには数分〜数十分かかりま 
す。（メモリの容量、システム負荷に依 
存します）。 



レパー 


10. トップカバーを取り付け直し、取り外した部品を取り付ける。 
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メモリホットプラグ機能2 (Hot Add メモリ機首 g ) 


Hot Add メモリ機能を使用するとシステムをシャットタ'ウンすることなく物理メモリを追加 
することができます。 

■： Hot - Add メモリ機能を使用する際は、以下の条件が必要です。 

• 増設メモリバックボード用のスロットが空いていること。 

• 標準搭載のメモリバックボードに 4 GB 以上のメモリが搭載されていること。 

• あらかじめ以下の手順で BIOS 設定がされていること。 

1. システムの電源を〇 N にし、 BI 〇 S Configuration / Setup ユーティリティを起動 
する。 

2. 「 Advanced Setup」-*TMemory Settings」-*TMemory Array Setting」-*THAM 
(Hot Add Memory )」 を選択する。 

3. 設定内容を保存し、 BI 〇 S Configuration / Setup ユーティリティを終了する 0 


1. 電源が ON の状態のまま装置をラックがら引き出す (279 ページ参照)。 

2 . トップカバーを外す (28 1ページ参照)。 

3. Hot Add するメモリバックボードのス□ットを確認する。 

4. Hot Add するメモリバックボードの DIMM コネクタがある面を上にして以下の条件を満たす場所 
にていねいに置く。 


一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 

5. ソケット両側にあるレバーをいっぱいに 
開き、追加する DIMM を取り付ける。 

I vr-Oh^ 

Iレバーに過度の力を加えないよう注意 
|してください。 

6. メモリバックボードを本装置のスロット 
に取り付ける。 

p-OB® 

メモリバックポードを取り付ける際に 
は、レバー小を完全に閉じてからレ 
パー大を閉じてください。 


レバー 



フ. 2枚目のメモリバックボードも同様の手順で取り付ける。 

P-OIM 

必ず2枚のメモリバックポードを取り付けてください。2枚目のメモリバックポードを取り付け 
た後、十数秒程度で 0S から認識されます。 0S からの認識が完了するまで、メモリバックボー 
ドのエラーランプが点灯します。 

8. トップカバーを取り付け直し、取り外した部品を取り付ける。 
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プロセッサポー 


8 


プロセッサを増設または交換するときにプロセッサボードを取り外します。 

取り外し 

次の手順に従ってプロセッサボードを取り外します。 

11-0 プロセッサポードは大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れ 
て身体の静電気を逃がしてからポードを取り扱ってください。また、ポードの端子部分や部 
品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説 
明は272ページで詳しく説明しています。 

1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを外す (281 ページ参照)。 

4. フロントべゼルを取り外す (28 ◦ページ参照)。 

5. すべてのファンとメモリバックボードを取り外す。 
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6. リリースラッチを下図の矢印の方向にセツトし、ロックを解除する。 


7. 左右のイジェクトレバーの先端にあるタブを指で手前に引きながらロックを解除し、イジェクト 
レバーをいっぱいに開く。 

8. 左右のイジェクトレバーをしっがりと持ってプ□セッサボードを引き出す。 

途中まで引き出すと、一旦ラッチされます。 

9. プロセッサボードの両側面にあるリリースタブを押し込みながら手前に引き、プロセッサボード 
を完全(1_弓 I き出す。 




• プロセッサポードの重量は最大約10 Kg あります。取り付け/取り外しの際には、落として 
けがをしないようご注意ください。 

• 取り外す際にコネクタを筐体にぶつけないようにご注意ください。途中まで引き出したら奥 
を持ち上げ気味にしながら抜くとコネクタを筐体にぶつけずに取り外すことができます。 


10. プロセッサボードを以下の条件を満たす場所にていねいに置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 


取り付け 


取り付けは「取り外し」の逆を行ってください。 

















プロセッサ ( CPU ) 


プ□セツサボードには、 CPU (デュアルコア Intel Xeon Processor ） を4つ搭載することがで 
きるソケットがあります(標準で2つ搭載)。 


プロセッサ ( CPU )#1 
ソケット（標準搭載) 



プロセッサ ( CPU )#4 VRM 
ソケット（増設用） 

プロセッサ ( CPU )#3 VRM 
ソケット（増設用） 


プロセッサ ( CPU )#3 
ソケット（増設用） 


プ□セツサ ( CPU )#2 プ□セツサ ( CPU )#4 

ソケット（標準搭載） ソケット（増設用） 


rpn 


増設できるプロセッサの種類はモデルにより異なります。 

必ず各モデルに対応した型番のプロセッサを取り付けてください。 

本体装置が N 8100-1249の場合、 N 8101 -373 増設プロセッサボードを、本体装置が N 8100- 
1250の場合、 N 8101 -374 増設プロセッサボードを使用します。 
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取り付け 


次の手順に従ってプロセッサを取り付けます。 

n-O • プロセッサは大変静電気に弱い電子部品です。本装置の金属フレーム部分などに触れて 
身体の静電気を逃がしてからプロセッサを取り扱ってください。また、プロセッサのピ 
ンを素手で触ったり、プロセッサを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に 
関する説明は272ページで詳しく説明しています。 

• プ□セッサの増設は必ず2個単位で行ってください。 

• プロセッサが取り付けられていないス□ットには、プロセッサバッフルが取り付けられ 
ています。これらは適切なエアフローを確保し、プロセッサの冷却効果を維持するため 
に必要な部材です。プロセッサを増設しない場合は、必ずプロセッサバッフルを取り付 
けてください。 


1. 273ページを参照して準備をする。 

2. 装置をラックから引き出す (279 ページ参照)。 

3. トップカバーを外す (281 ページ参照)。 

4. フロントぺゼルを取り外す （280 ぺージ参照）。 

5. プ□セッサボードを取り外す (3 13ページ参照)。 

6 . 取り外したプロセッサボードを、以下の条件を満たす場所にていねいに置く。 

一ほこりの少ない場所 
一水などの液体がかかるおそれのない場所 
一静電気や磁気が発生するおそれのない場所 
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7. プロセッサボードからエアバッフルを取り外す。 

8. プロセッサを増設するソケット#3、#4に取り付けられているプロセッサバッフルを取り外す。 

9. ソケット#3、#4に貼付されている保護ラペルを取り外す。 

10. ソケット#3，#4のリリースレバーを完全に開いた位置 (135° の角度)まで引き上げる。 




1. プロセッサをソケットの上に位置づけ、ピンマークの位置に注意しながらプロセッサをソケット 
に挿し込む。 


プロセッサ 



Iプロセッサのピンを曲げないよう、ソケットに挿し込む時は力を入れすぎないでください。 

12. リリースレバーを閉じて、プロセッサを固定する。 
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13 . ヒートシンククリップを開く。 

a . 匕一トシンククリップの中央を押し下げます。これによって、ヒートシンククリップが曲が 
り、ヒートシンクソケット上のタブから開放されます。 

b . ヒートシンククリップを完全に開いた位置(約90° ) まで引き上げます。 



14. ヒ_トシンクを用意し、匕一トシンクの底がらカバーを外す。 

15. 匕一トシンクをプロセッサ上の正しい方向 (“ FR 〇 NT ” をプロセッサボード前面)に置き、匕ートシ 
ンククリップを閉じ、ヒートシンクソケットのタブに掛ける。 


プロセッサ、ヒートシンクの取り付け順序は、プロセッサ#4-#3の順で取り付けてくださ 

い。 
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16. VRM ソケットに VRM を取り付けます。取り付け順序は、 VRM #3^ VRM #4 の順で取り付け 
る0 

VRM の向きに注意してください。 VRM の端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがありま 
す。 VRM が VRM ソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。レバーを内側に押して 
完全に閉じてください。 

17. エアバッフルを、取り付け方向を確認し、ヒ_トシンクの溝に合わせて取り付ける。 

18. プロセッサボードを装置本体に取り付ける。 

a. リリースラッチが開いていることを確認してから、プロセッサボードを装置本体に押し込みま 
す0 

b . プロセッサボードのレバーを閉じて、このレバーのラッチがしっがり掛がっていることを確認 
します。 

c. リリースラッチを押し下げます。 

d . ファンとメモリバックボードを装置本体に取り付けます。 

19. フロントべゼルを取り付ける。 

20. トップカバーを取り付ける。 

21. 装置をラック内へ押し込む。 

22. 取り外した部品を全て取り付ける。 
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